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本セクションは、下記の項⽬につき記述してい
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1.1 適⽤範囲

1.2 ⽬的

1.3 クラス

1.4 要求事項の定義
1.4.1 許容基準

1.4.1.1 ⽬標のコンディション

1.4.1.2 許容可能なコンディション

1.4.1.3 不良のコンディション

1.4.1.3.1 処置
1.4.1.4 ⼯程改善の必要なコンディション

1.4.1.4.1 ⼯程管理の⼿順
1.4.1.5 複合したコンディション

1.4.1.6 特定されないコンディション

1.4.1.7 特別仕様設計

1.5 ⽤語及び定義
1.5.1 基板の定義

1.5.1.1 *プライマリーサイド
1.5.1.2 *セカンダリーサイド
1.5.1.3 はんだ供給⾯

1.5.1.4 はんだ到達⾯

1.5.2 *コールドはんだ接合

1.5.3 電気的クリアランス

1.5.4 ⾼電圧

1.5.5 イントルーシブソルダ(paste-in-hole, pin-in-
hole, pin-in-paste soldering etc)

1.5.6 *リーチング(くわれ)

1.5.7 メニスカス(部品)

1.5.8 *⾮機能的なランド

1.5.9 ピンインペースト

1.5.10 ワイヤー径

1.5.11 ワイヤーのオーバーラップ

1.5.12 ワイヤーの重なり

1.6 事例とイラスト

1.7 検査⽅法

1.8 ⼨法の検証

1.9 拡⼤鏡

1.10 照明

If a conflict occurs between the English
and translated versions of this document,
the English version will take precedence.

本規格の英語版と翻訳版の間に⽭盾が
⽣じる場合は、英語版が優先される。

1.1 適⽤範囲
本規格は電⼦組⽴品の視覚的な品質許容条件を

取りまとめたものである。

本ドキュメントは、電気・電⼦組⽴品製造⽤の

許容条件を⺬す。これまでの電⼦組⽴品基準

は、原理と技術に重点を置いたより包括的な指

導内容を包含していた。本ドキュメントの推奨

事項と要求事項を完全に理解するためには、本

ドキュメントをIPC-HDBK-001、IPC-AJ-820及び
IPC J-STD-001と共に使⽤することを勧める。

本規格の中の基準は、組⽴作業を遂⾏するプロ

セスを定義することを意図するものではなく、

また顧客の製品の修理/改造または変更を認定す

ることを意図するものでもない。例えば、部品

の接着基準の存在は、接着の使⽤を暗⺬/許可/

要求するものではない。ターミナルに右回りに

巻き付けられたリード線の描写は、全てのリー

ド線/ワイヤーが右回りに巻き付けられることを

暗⺬/許可/要求するものではない。

この知識を実証する客観的事実は維持されるべ

きである。客観的事実が⼊⼿できない場合は、

視覚的許容基準を適切に決定するために、個⼈

的スキルの定期的な⾒直しを考慮すべきであ

る。

IPC-A-610は、取扱い、機械的及びワークマン
シップの必要条件を定義するIPC J-STD-001の適
⽤範囲外の基準を含んでいる。Table 1-1は関係
するドキュメントの要約である。

IPC-AJ-820は、本規格の意図に関する情報を提
供し、⽬標のコンディションから不良のコンデ

ィションへの限界範囲の移⾏に関する技術的な

論理的根拠について説明または拡充展開する解

説ドキュメントである。さらに、性能とは関連

するが視覚的な評価⽅法によっては⼀般に⾒分

1 電⼦組⽴品の許容基準

1 はじめに
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